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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T4588的第3部分。GB/T4588已经发布了以下部分:
———GB/T4588 单、双面刚性印制板分规范;
———GB/T4588.3 印制板的设计和使用;
———GB/T4588.4 刚性多层印制板分规范;
———GB/T4588.10 印制板 第10部分:有贯穿连接的刚挠双面印制板规范;
———GB/T4588.12 预制内层层压板规范(半制成多层印制板)。
本文件代替GB/T4588.3—2002《印制板的设计和使用》,与GB/T4588.3—2002相比,除结构调整

和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了“背钻”和“残桩”的术语和定义(见第3章);

b) 增加了微波印制板、高密度互连印制板、金属基印制板、内埋电阻(容)印制板和陶瓷基印制板

基材选用要求(见5.2);

c) 增加了印制板标准化尺寸设计要求(见6.3);

d) 更改了板厚孔径比要求(见6.5.1,2002年版的5.4.2);

e) 增加了镀覆孔种类及尺寸要求(见6.5.3);

f) 增加了导线电气间距要求(见6.7.2);

g) 增加了电源分配网络设计要求(见7.5);

h) 增加了关于弓曲和扭曲的性能指标要求(见8.2);

i) 增加了挠性印制板机械性能设计要求(见8.4);

j) 删除了“其他要求”中“阻燃性试验”相关内容(见2002年版的8.3.4);

k) 增加了散热设计要求(见第9章);

l) 增加了其他要求(见第10章);

m) 增加了贮存要求(见11.2)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC47)归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第十五研究所、无锡睿龙新材料科技有限公司、广州广合

科技股份有限公司、北京太极先行电子科技有限公司吉水分公司、莆田市涵江区依吨多层电路有限公

司、天津津航技术物理研究所、厦门市铂联科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、恩达电路

(深圳)有限公司。
本文件主要起草人:屠文平、向中荣、曾红、单雯雯、石磊、刘胜贤、叶伟、陈长生、郭晓宇、张中华、

黄欣、孙静静、唐瑞芳、赵飞跃、吴永进、薛超、程有和。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1988年首次发布为GB/T4588.3—1988;
———2002年第一次修订;
———本次为第二次修订。
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引  言

  印制板是电子设备实现电路互联的基础载体。为了保证各种类型印制板产品在设计和使用阶段能

匹配产品应用需求,保障电路互联的可靠性和稳定性,促进印制板制造技术的进步,建立统一的印制板

设计与产品规范十分必要。我国已经建立了印制板产品国家标准体系,在该标准体系中,GB/T4588
(所有部分)旨在规定各类印制板产品的通用设计要求和分规范要求。GB/T4588(所有部分)拟由以下

部分构成。
———GB/T4588 单、双面刚性印制板分规范。目的在于规定单、双面刚性印制板的应用等级、要

求、质量保证规定、交付要求。
———GB/T4588.3 印制板的设计和使用。目的在于规定印制板设计的通用要求,材料选用、尺寸

设计、电气性能、机械性能、散热设计等方面的要求及包装要求。
———GB/T4588.4 刚性多层印制板分规范。目的在于规定刚性多层印制板的性能要求、质量保

证规定和交付要求。
———GB/T4588.10 印制板 第10部分:有贯穿连接的刚挠双面印制板规范。目的在于规定有

贯穿连接的刚挠双面印制板的性能和试验方法。
———GB/T4588.12 预制内层层压板规范(半制成多层印制板)。目的在于规定预制内层层压板

的特性。
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印制板的设计和使用

1 范围

本文件规定了印制板设计的通用要求,材料选用、尺寸设计、电气性能、机械性能、散热设计等方面

的要求及包装要求。
本文件适用于印制板的设计和使用,但不限定印制板的制造方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1360 印制电路网格体系

GB/T2036 印制电路术语

GB/T4677 印制板测试方法

GB/T4721 印制电路用刚性覆铜箔层压板通用规则

GB/T13555 挠性印制电路用聚酰亚胺薄膜覆铜板

GB/T13556 挠性印制电路用聚酯薄膜覆铜板

GB/T33015 多层印制板用粘结片通用规则

SJ/T10668—2023 电子组装技术术语

3 术语和定义

GB/T2036和SJ/T10668—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
背钻 backdrill
用控制钻孔深度的方法减少金属化孔残桩的钻孔方式(结构示意图见图1)。
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